Proces LDS opracowany przez firme
LPKF _ (PP

Laser & Electronics

Technologia wykorzystujaca najnowsze zdobycze techniki: MID
z LDS (Laser Direct Structuring)

Formowanie wtryskowe wykorzystujgce dwa materiaty oraz
ttoczenie na gorgco sg juz wykorzystywane przy produkcji
detali MID (Moulded Interconnect Device). Obie z tych
metod wykorzystujg specjalne narzedzia do stworzenia
obwodu drukowanego na powierzchni komponentu.

Koszty wytworzenia potaczone 2z tym procesem
sg poczatkowo dosy¢ wysokie. Fakt ten w duzym stopniu
wptywa na ograniczenie efektywnosci tych metod dla
matych partii produkcji, jak i hamuje wprowadzanie modyfikacji. Tworzenie
prototypédw tuz przez zapoczatkowaniem seryjnej produkcyjnej jest prawie
niemozliwe.

Ponadto, wzrastajgca miniaturyzacja podzespotow montowanych

na elementach MID, prowadzi do znaczacego wydtuzenia czasu zaopatrzenia w
odpowiednie narzedzia oraz wzrostu kosztéw. Metoda LDS (Laser
Direct Structuring) jest elastyczna [ stanowi ekonomiczng
alternatywe. Caty proces LDS sktada sie 2z nastepujagcych etapdw:

1. Selekcja materiatow / Projektowanie

Dostepna jest duza liczba réznego rodzaju materiatéw lub
termoplastikéw, ktére sa niezbedne, aby mdéc
wyprodukowad uformowane wtryskowo MID-y w oparciu o
technologie LDS firmy LPKF. Materiaty te sa odpowiednie
dla wielu odmiennych aplikacji, poniewaz cechuje
je szerokie spektrum witasciwosci:

PAG6/6T (pot-aromatyczny poliamid), oparty na Ultramid® (BASF AG)

« bardzo wysoka stabilnos¢ ksztattu w funkcji temperatury odpowiednia
do Ilutowania technologig rozptywowa (réwniez do Iutowania stopem
bezotowiowym),

« bardzo dobre wtasciwosci mechaniczne.

Termoplastikowy poliester (PBT, PET i mieszanki), oparty na

Pocan® (LANXESS)

«  bardzo dobre wtasciwosci mechaniczne i elektryczne,
«  bardzo wysoka stabilnos¢ ksztattu funkcji temperatury z dodatkiem PET.


http://www.plasticsportal.net/wa/plasticsEU~en_GB/portal/show/content/products/engineering_plastics/ultramid
http://www.pocan.com/

Wzmacniany PBT (polybutylenterephathalate), na bazie
Vestodur® (Evonik)

- odporny na starzenie i ptomien (VO - 0,4 mm wg UL94),
« napromieniowany dla wysokiej odpornosci temperaturowej (lutowanie
dowolnym procesem )

LCP (Ciektokrystaliczny Polimer), oparty na Vectra® (Ticona GmbH)

. bardzo dobre wtasciwosci obrébki,

bardzo dobra stabilnos¢ wymiarowa w wymagajgcym Ssrodowisku
termalnym.

PC/ABS (polycarbonate / acrylnitrile / butadiene / styrol)*

«  bardzo dobre wiasciwosci powierzchni,
« bardzo dobre wtasciwosci mechaniczne.

* w trakcie opracowywania

2. Formowanie wtryskowe

Czesci o skomplikowanym ksztatcie jakie majg by¢ poddane
dalszej obrébce laserem sg wytwarzane na wtryskarce
pojedynczo. Suchy, wstepnie podgrzany granulat plastiku
jest wtryskiwany pod wysokim cisnieniem do formy. Po
schtodzeniu, sztywny komponent jest doktadng replika
formy. Uformowany wtryskowo MID jest wdéwczas gotowy
na strukturyzacje przeprowadzang za pomocg lasera 3D
LPKF MicrolLine.

Uformowany wtryskowo MID

3. Aktywowanie laserem

Aktywowane laserem tworzywo termoplastycznema specjalny dodatek w postaci
zwigzku organicznego, ktéry jest aktywowany
poprzez reakcje fizyczno-chemiczng inicjowang przez
skupiong wigzke lasera. Te pekniecia rozbijajg
wigzania ztozonych zwigzkéw domieszkowanego
plastiku i odrywaja atomy metalu z organicznych
ligandow. W ten sposéb powstaja jadra do
nanoszenia w kolejnym etapie warstwy pokrycia
miedzia.

Powierzchnia po aktywacji lasera

W dodatku do aktywizacji, laser powoduje jednoczesnie powstanie mikroskopijnie
matej nieregularnosci powierzchni. Stwarza to wgtebienia i podciecia,
w ktérych miedzZ jest mocno zakotwiczana podczas procesu metalizacji (Rysunki).


http://www.lpkf.com/products/mid/microline-3d.htm
http://www.ticona.com/redesign/vectra_cp
http://www.degussa-hpp.com/eng/products/hpp/vestodur.shtml

4. Metalizacja

Ta czes$¢ procesu LDS zaczyna sie od oczyszczania.
Etap ten ma na celu usuniecie zabrudzen.
Nastepny krok to tworzenie Sciezek miedzianych
w miejscach aktywowanych przez promien
lasera, w kapieli bez przeptywu pradu.

Powierzchnia po metalizacji dokonanej przy pomocy procesu LDS firmy LPKF

Zaletg tej procedury jest fakt, ze czastki metalu nanoszone sg na obszar

uprzednio aktywowany laserem. Kapiele tego typu
s charakteryzujg sie predkoscia pokrywania 3 - 5
precipitation um/godzine. Jesli niezbedna jest wieksza grbo$¢ warstwy

Electroless copper

miedzi, to problem ten jest rozwigzywany poprzez
uzycie standardowej elektroformujgcej kapieli
miedzianej. Specjalne pokrycia takie, jak nikiel, ztoto,
cyna, cyna/otéw, srebro, srebro/pallad, itd. réwniez
mogg by¢ wykonane.

Layer thickness in pm

Exposure time in hours

5. Montaz elementow MID

Bonding wyprowadzenia na padzie o
bezprgdowym  pokryciu metalicznym
(Cu/Ni/Au)

Bonding na podtozu LCP metalizowanym
(Cu/Ni/Au);
Zrédto: HSG-IMAT

Wiele laserowo aktywowanych plastikéw, o wysokim stopniu stabilnosci ksztattu
w wysokich temperaturach, takich jak PA6/6T, LCP i wzmacniane wtéknami PBT,
moga by¢ lutowane rozptywowo i dlatego sa kompatybilne ze standardowym
procesem montazu SMT.

Lutowie moze by¢ nanoszone za pomoca sitodruku. Jednakze, jest to mozliwe
wytacznie dla ptaskich powierzchni na tym samym poziomie. Nanoszenie pasty za
pomocg dyspensera powinno by¢ zastosowane jezeli wystepujg elementy na
réznych wysokosciach lub lutowie ma by¢ nanoszone w otworach.



To samo odnosi sie do montowania komponentéw SMD. Jezeli wszystkie
komponenty znajdujg sie na tym samym poziomie, to wéwczas mozliwy jest
automatyczny montaz, ktéry dokonywany jest za pomoca standardowych
urzgdzen uktadajacych. Wypukte powierzchnie moga by¢ automatycznie
montowane wytgcznie wtedy, gdy automat uktadajgcy ma regulacje osi Z. Inaczej
procedura ta przebiega dla powierzchni nachylonych oraz o dowolnym ksztatcie.
W takim przypadku automatyczny montaz jest duzo bardziej skomplikowany, a
czesto jedynym wyjsciem jest montaz reczny.

W dodatku do montazu komponentéw SMD, elementy MID wytwarzane przy
zastosowaniu technologii LPKF-LDS sg réwniez odpowiednie dla zastosowania
samych chipéw pétprzewodnikowych w oparciu o bonding. Potaczenia takie sa
tworzone przy pomocy grubego, aluminiowego drutu lub grubego/cienkiego,
ztotego o przyktadowej Srednicy 25 um.

Partnerzy firmy LPKF wspierajacy technologie LDS

Z zapoczatkowaniem metody LDS, firma LPKF Laser & Electronics AG
podbita nowy segment rynku w 2002.

Umowy licencyjne z gtdwnymi wytwdrcami polimerédw gwarantujg dostepnosé
specjalnych materiatéw, odpowiednich dla metody LDS.

Ponizsza lista prezentuje firmy wspétpracujgce w zakresie tej nowej technologii.
Realizujg one albo oddzielne etapy w fancuchu procesu albo zapewniajg caty
proces przy seryjnej produkcji detali MID, ktéra wykorzystuje metode LDS firmy
LPKF.
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Zestawienie materiatéw polimerowych i dostawcow wspierajacych metode
LDS firmy LPKF
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Zalety technologii LDS firmy LPKF

Technologia LDS (Laser Direct Structuring) jest bardzo elastyczna, poniewaz
laser bezposrednio przenosi obraz z komputera na uformowany
wtryskowo komponent, dlatego nie ma potrzeby uzycia
jakichkolwiek dodatkowych narzedzi badZz masek. Strukturyzacja ma miejsce
wytgcznie na podstawie istniejacych danych CAD.

Koszty oprzyrzadowania sa znaczaco zredukowane, poniewaz laserowo
uksztattowane elementy MID mogg zosta¢ stworzone przy zastosowaniu
formowania wtryskowego dla jednego komponentu.

Lasery sg idealne dla produkcji bardzo precyzyjnych struktur na plastikowych
detalach typu MID.

Wysoki koszt efektywnosci dla precyzyjnych struktur, w szczegdlnosci przy
matych i srednich partiach produkgcji.

Technologia przyjazna srodowisku - nie ma potrzeby uzycia silnych, zragcych
odczynnikéw chemicznych.

Zapraszamy do sktadania zapytan - przygotujemy satysfakcjonujacg Panstwa oferte!

SE Spezial-Electronic Sp. z o.0.
ul. Stepinska 22/30 lok. 209 00-739 Warszawa

tel. 022 840 91 10 fax. 022 841 20 10
spezial electronic www.spezial.pl
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